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(54)发明名称

一种传感控制Touch技术印制电路板及其制

备方法

(57)摘要

本发明属于电路板加工技术领域，尤其是一

种传感控制Touch技术印制电路板及其制备方

法，其制备方法包括以下步骤：对基板进行预处

理，依次进行烘烤、开料、电脑钻孔、除胶渣和进

行PTH处理，并钻孔数据以及PTH处理数据进行备

份上传云端；对基板进行加工处理，依次进行整

板电镀、烘烤、干膜线路、图形电镀、退膜蚀刻、

AOI测试、防焊、压烤和CNC成型处理，将前一个工

序设备的加工以及测试后的成品参数备份上传

云端。本发明针对板厚均匀性及公差部分生产时

管控镀铜及油墨厚度，OSP膜厚生产时调整参数

集中生产，然后根据生产反馈信息及时调整优化

资料及流程,从而顺利完成传感控制Touch板印

制电路板产品批量生产。
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1.一种传感控制Touch技术印制电路板的制备方法，其特征在于，包括以下步骤：

S1：对基板进行预处理，依次进行烘烤、开料、电脑钻孔、除胶渣和进行PTH处理，并将钻

孔数据以及PTH处理数据进行备份上传云端；

其中，所述电脑钻孔中：不同网络孔到孔距离≥0.5mm，钻咀孔径≥0.3mm，打管位钉边

位置设置为短边，量测AB/AC值，量测5片；

所述除胶渣和进行PTH处理均使用宇宙线进行，PTH处理中：纵横比为4.33∶1，背光等级

设置为≥9级，孔壁粗糙度设置为≤25μm；

S2：对基板进行加工处理，依次进行整板电镀、烘烤、干膜线路、图形电镀、退膜蚀刻、

AOI测试、防焊、压烤和CNC成型处理，将前一个工序设备的加工以及测试后的成品参数备份

上传云端，经过云端大数据分析处理后反馈至后续设备，以自动调整后续设备的参数；

其中，所述整板电镀中：夹板边为短边，板电孔铜厚度设置成平均孔铜要求≤25μm时，

板电孔铜≥8μm；

干膜线路中：C/S最小线宽/最小线隙设置为0.132/0.072mm，A板参考干膜尺寸设置成

22.75mm，S/S最小线宽/最小线隙设置成0.14mm，使用宇宙线生产；

图形电镀中：A板的电镀面积C/S设置成62％，A板的电镀面积S/S设置为62％，孔铜单点

厚度为20μm，孔铜平均厚度为25μm，镀锡厚要求设置为底铜≤Hoz时锡厚≥3μm，成品表面铜

厚为 面铜均匀性≤7.6μm；

退膜蚀刻中：C/S原稿线宽/线隙为0.102/0.102mm，S/S原稿线宽/线隙为0.102mm，成品

线宽公差为±15％，C/S成品最小线宽/线隙为0.087/0.087mm，S/S成品最小线宽/线隙为

0.087mm，使用宇宙线生产，蚀刻后光学点为1.029/1.013±0.03mm；

AOI测试中：不允许补线，禁止修补；

防焊中：曝光油为双面，阻焊颜色为绿色，油墨厚度要求为20‑40，塞孔深度要求为≥

70％，塞孔面向为从GBS面塞孔，塞孔品质要求为不接受透光，工艺要求为前处理使用金刚

砂，不可磨刷，前处理后量测AB/AC值5片，塞孔油墨凸起≤8μm，过孔采取铝片塞油为过孔采

取专用塞孔油+铝片，周期加于为GTS面，油墨型号为防焊光阻SR‑500HG13‑A  5KG/套；

压烤中：温度设置为150℃，时间为4个小时；

CNC成型中：外型公差为±0.1mm，成型前量测AB/AC值，单只长/宽/板厚规格管控CPK≥

1.33；

S3：对成品板件进行处理，依次进行成品清洗、成品测试、成品检验、OSP厚度检测、FQC/

FQA处理和包装入库，将对成品检测的数据备份上传至云端进行处理分析，而修改整体加工

流程的技术参数。

2.根据权利要求1所述的一种传感控制Touch技术印制电路板的制备方法，其特征在

于，所述成品检验中：成品板厚及公差为1.5±0.15mm，板翘曲度设置为≤0.5％，板厚均匀

性≤0.05mm，单只长/宽/板厚规格管控CPK≥1.33，光学点为1.016/1.0±0.05mm；

FQC/FQA中：检验标准为IPC‑A‑600IPC‑6012class  2，离子污染度设置为氯化物含量≤

0.75μg/c㎡，提供OSP测试报告，单只长/宽/板厚规格管控CPK≥1.33；

包装入库中：采用真空包装，出货包装上下加甘蔗板。

3.根据权利要求2所述的一种传感控制Touch技术印制电路板的制备方法，其特征在
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于，所述板厚的管控公差为±0.05mm、板弯板翘管控≤0.5％、防焊塞孔品质及油墨凸起要

求≤8μm、膜厚管控0.26‑0.3μm、成型公差±0.1mm，管控CPK≥1.33，所述烘烤中：温度设置

为145℃‑155℃，烘烤时间4小时，烘烤工艺中采用一种用于电路板烘烤的进料设备，电路板

件竖直下降至烘烤设备的入口处再随着烘烤设备内的输送机构水平移动进行烘烤作业。

4.根据权利要求3所述的一种传感控制Touch技术印制电路板的制备方法，其特征在

于，所述用于电路板烘烤的进料设备包括有固定架(1)，所述固定架(1)的顶部设置有水平

移动机构(7)，且水平移动机构(7)的底部连接有第一抓取机构(8)，所述固定架(1)的底部

中间位置设置有升降机构(9)，且升降机构(9)的顶端连接有第二抓取机构(10)，所述固定

架(1)的底部设置有移动导轨(11)，所述固定架(1)的一侧顶部设置有进板输送座(2)，所述

固定架(1)远离进板输送座(2)的一侧底部设置有连通的烘烤箱(3)，且烘烤箱(3)内设置有

加热件(301)和输送座(4)，所述固定架(1)内设置有花篮(5)，且花篮(5)内设置有竖直方向

等距离分布的放置网板(16)，所述固定架(1)远离烘烤箱(3)的一侧设置有推动机构(17)，

且推动机构(17)连接有伸入至固定架(1)内的推动件(18)；

水平移动机构(7)将花篮(5)送至中间位置并间隔降下花篮(5)，进板输送座(2)间隔将

电路板件送至各个放置网板(16)上，花篮(5)降至下方时进入固定架(1)底部与烘烤箱(3)

连通的腔室以进行预热处理，并交由升降机构(9)进行花篮(5)的间隔降下，水平移动机构

(7)和第一抓取机构(8)进行下一个花篮(5)的取用，底部位置的花篮(5)逐渐降下而对内部

的板件进行升温烘烤，并利用推动机构(17)将板件送至烘烤箱(3)内的输送座(4)上，降低

至底部的花篮(5)通过移动导轨(11)送出。

5.根据权利要求4所述的一种传感控制Touch技术印制电路板的制备方法，其特征在

于，所述固定架(1)内壁的底部固定有限位框(6)，且限位框(6)的两端和两侧均开设有穿透

设置的连接槽，限位框(6)的内壁与花篮(5)的外壁滑动连接，所述固定架(1)内壁位于限位

框(6)的上方固定有隔板(13)，且隔板(13)底部与限位框(6)之前固定有连接框(14)，隔板

(13)位于进板输送座(2)的下方位置，所述固定架(1)两侧内壁之间位于升降机构(9)的两

端位置均固定有水平放置的支撑座(15)，且支撑座(15)与进板输送座(2)的高度相对应。

6.根据权利要求5所述的一种传感控制Touch技术印制电路板的制备方法，其特征在

于，所述固定架(1)远离烘烤箱(3)的一侧连接有回风管(12)，且回风管(12)位于限位框(6)

的顶部位置，回风管(12)向外抽风，所述放置网板(16)采用双层结构，且放置网板(16)的中

间位置设置有两端和两侧均开口的空腔(1601)，放置网板(16)的顶部和底部内壁均开设有

多个对应设置的安装槽，竖直方向上相邻两个安装槽之间滚动连接有球状结构的滚珠

(1602)，滚珠(1602)外壁与空腔(1601)对应的位置开设有多个凹槽(1603)；

所述推动件(18)设置成板状结构，且推动件(18)靠近烘烤箱(3)的一侧底端设置成水

平尖棱状结构的接触部(1801)，推动件(18)靠近烘烤箱(3)的一侧顶端设置成水平尖棱状

结构的限位部(1802)，限位部(1802)与烘烤箱(3)之间的距离大于接触部(1801)与烘烤箱

(3)之间的距离，接触部(1801)和限位部(1802)之间设置成向内凹陷呈弧形结构的接触槽

(1803)。

7.根据权利要求6所述的一种传感控制Touch技术印制电路板的制备方法，其特征在

于，所述第一抓取机构(8)和第二抓取机构(10)均设置有水平放置的定位板(19)，定位板

(19)的两端均水平移动有夹持件(1901)，两个夹持件(1901)分别向着两端移动，定位板
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(19)的底部固定有多个在两端之间等距离分布的抵触件(1902)，抵触件(1902)向着两侧延

伸，抵触件(1902)的底部开设有多个穿槽(1903)，穿槽(1903)的宽度向着远离定位板(19)

的一端逐渐减小。

8.一种传感控制Touch技术印制电路板，其特征在于，采用所述一种传感控制Touch技

术印制电路板的制备方法进行制作获得的电路板。
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一种传感控制Touch技术印制电路板及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及电路板加工技术领域，尤其涉及一种传感控制Touch技术印制电路板

及其制备方法。

背景技术

[0002] Touch板是传感控制技术,需一定的介质和动作，在一定人机界面下起到输入命令

的作用,主要用于笔记本触摸板等，此类型板排版利用率平均达80%以上,但对产品的平整

度要求较高，尤其是对于电路板印制加工的平整度要求较高。

[0003] 现有技术中对电路板的加工作业主要包括开料、钻孔、电镀、刻蚀以及烘烤成型等

工艺，虽然各个工艺设备对电路板的加工在公差范围内进行作业，但是实际加工作业过程

中，往往对加工作业不够精细，而使各个工艺设备的误差叠加而降低成品电路板的整体质

量。

发明内容

[0004] 基于背景技术的技术问题，本发明提出了一种传感控制Touch技术印制电路板及

其制备方法。

[0005] 本发明提出的一种传感控制Touch技术印制电路板的制备方法，包括以下步骤：

[0006] S1：对基板进行预处理，依次进行烘烤、开料、电脑钻孔、除胶渣和进行PTH处理，并

将钻孔数据以及PTH处理数据进行备份上传云端；

[0007] S2：对基板进行加工处理，依次进行整板电镀、烘烤、干膜线路、图形电镀、退膜蚀

刻、AOI测试、防焊、压烤和CNC成型处理，将前一个工序设备的加工以及测试后的成品参数

备份上传云端，经过云端大数据分析处理后反馈至后续设备，以自动调整后续设备的参数；

[0008] S3：对成品板件进行处理，依次进行成品清洗、成品测试、成品检验、OSP厚度检测、

FQC/FQA处理和包装入库，将对成品检测的数据备份上传至云端进行处理分析，而修改整体

加工流程的技术参数。

[0009] 优选地，所述板厚管控公差为±0.05mm、板弯板翘管控≤0.5%、防焊塞孔品质及油

墨凸起要求≤8μm、膜厚管控0.26‑0.3μm、成型公差±0.1mm，管控CPK≥1.33。

[0010] 优选地，所述电脑钻孔中：不同网络孔到孔距离≥0.5mm，钻咀孔径≥0.3mm，打管

位钉边位置设置为短边，量测AB/AC值，量测5片；

[0011] 所述除胶渣和进行PTH处理均使用宇宙线进行，PTH处理中：纵横比为4.33∶1，背光

等级(≥x级)设置为 ≥9级，孔壁粗糙度(μm)设置为≤25μm。

[0012] 优选地，所述整板电镀中：夹板边为短边，板电孔铜厚度(μm)设置成平均孔铜要求

≤25μm时，板电孔铜≥8μm；

[0013] 干膜线路中：C/S最小线宽/最小线隙(mm)设置为0.132/0.072mm，A板参考干膜尺

寸(mm)设置成22.75mm，S/S最小线宽/最小线隙(mm)设置成0.14mm，使用宇宙线生产；

[0014] 图形电镀中：A板的电镀面积C/S(%)设置成62%，A板的电镀面积S/S(%)设置为62%，
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孔铜厚度(单点)为20μm，孔铜厚度(平均)为25μm，镀锡厚要求(μm)设置为底铜≤Hoz时锡厚

≥3μm，成品表面铜厚(μm)为 μm，面铜均匀性≤7.6μm；

[0015] 退膜蚀刻中：C/S原稿线宽/线隙(mm)为0.102/0.102mm，S/S原稿线宽/线隙(mm)为

0.102mm，成品线宽公差为±15%，C/S成品最小线宽/线隙(mm)为0.087/0.087mm，S/S成品最

小线宽/线隙(mm)为0.087mm，使用宇宙线生产，蚀刻后光学点为1.029/1.013±0.03mm；

[0016] AOI测试中：不允许补线，禁止修补；

[0017] 防焊中：曝光油为双面，阻焊颜色为绿色，油墨厚度要求为20‑40，塞孔深度要求为

≥70%，塞孔面向为从GBS面塞孔，塞孔品质要求为不接受透光，工艺要求为前处理使用金刚

砂，不可磨刷，前处理后量测AB/AC值5片，塞孔油墨凸起≤8μm，过孔采取铝片塞油为过孔采

取专用塞孔油+铝片（塞孔需饱满，禁止连塞带印），周期加于为GTS面（YYWW），油墨型号为防

焊光阻  SR‑500  HG13‑A  5KG/套；

[0018] 压烤中：温度设置为150℃，时间为4个小时；

[0019] CNC成型中：外型公差(mm)为±0.1mm，成型前量测AB/AC值，单只长/宽/板厚规格

管控CPK≥1.33。

[0020] 优选地，所述成品检验中：成品板厚及公差(mm)为1.5±0.15mm，板翘曲度(%)设置

为≤0.5%，板厚均匀性≤0.05mm，单只长/宽/板厚规格管控CPK≥1.33，光学点为1.016/1.0

±0.05mm；

[0021] FQC/FQA中：检验标准为IPC‑A‑600  IPC‑6012  class  2，离子污染度设置为氯化物

含量≤0.75μg/c㎡，提供OSP测试报告，单只长/宽/板厚规格管控CPK≥1.33；

[0022] 包装入库中：采用真空包装，出货包装上下加甘蔗板。

[0023] 优选地，所述烘烤中：温度设置为145℃‑155℃，烘烤时间4小时，烘烤工艺中采用

一种用于电路板烘烤的进料设备，电路板件竖直下降至烘烤设备的入口处再随着烘烤设备

内的输送机构水平移动进行烘烤作业。

[0024] 优选地，所述用于电路板烘烤的进料设备包括有固定架，所述固定架的顶部设置

有水平移动机构，且水平移动机构的底部连接有第一抓取机构，所述固定架的底部中间位

置设置有升降机构，且升降机构的顶端连接有第二抓取机构，所述固定架的底部设置有移

动导轨，所述固定架的一侧顶部设置有进板输送座，所述固定架远离进板输送座的一侧底

部设置有连通的烘烤箱，且烘烤箱内设置有加热件和输送座，所述固定架内设置有花篮，且

花篮内设置有竖直方向等距离分布的放置网板，所述固定架远离烘烤箱的一侧设置有推动

机构，且推动机构连接有伸入至固定架内的推动件；

[0025] 水平移动机构将花篮送至中间位置并间隔降下花篮，进板输送座间隔将电路板件

送至各个放置网板上，花篮降至下方时进入固定架底部与烘烤箱连通的腔室以进行预热处

理，并交由升降机构进行花篮的间隔降下，水平移动机构和第一抓取机构进行下一个花篮

的取用，底部位置的花篮逐渐降下而对内部的板件进行升温烘烤，并利用推动机构将板件

送至烘烤箱内的输送座上，降低至底部的花篮通过移动导轨送出。

[0026] 优选地，所述固定架内壁的底部固定有限位框，且限位框的两端和两侧均开设有

穿透设置的连接槽，限位框的内壁与花篮的外壁滑动连接，所述固定架内壁位于限位框的

上方固定有隔板，且隔板底部与限位框之前固定有连接框，隔板位于进板输送座的下方位
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置，所述固定架两侧内壁之间位于升降机构的两端位置均固定有水平放置的支撑座，且支

撑座与进板输送座的高度相对应。

[0027] 优选地，所述固定架远离烘烤箱的一侧连接有回风管，且回风管位于限位框的顶

部位置，回风管向外抽风，所述放置网板采用双层结构，且放置网板的中间位置设置有两端

和两侧均开口的空腔，放置网板的顶部和底部内壁均开设有多个对应设置的安装槽，竖直

方向上相邻两个安装槽之间滚动连接有球状结构的滚珠，滚珠外壁与空腔对应的位置开设

有多个凹槽；

[0028] 所述推动件设置成板状结构，且推动件靠近烘烤箱的一侧底端设置成水平尖棱状

结构的接触部，推动件靠近烘烤箱的一侧顶端设置成水平尖棱状结构的限位部，限位部与

烘烤箱之间的距离大于接触部与烘烤箱之间的距离，接触部和限位部之间设置成向内凹陷

呈弧形结构的接触槽。

[0029] 优选地，所述第一抓取机构和第二抓取机构均设置有水平放置的定位板，定位板

的两端均水平移动有夹持件，两个夹持件分别向着两端移动，定位板的底部固定有多个在

两端之间等距离分布的抵触件，抵触件向着两侧延伸，抵触件的底部开设有多个穿槽，穿槽

的宽度向着远离定位板的一端逐渐减小。

[0030] 一种传感控制Touch技术印制电路板，采用所述一种传感控制Touch技术印制电路

板的制备方法制作获得的电路板。

[0031] 本发明中的有益效果为：

[0032] 针对板厚均匀性及公差部分生产时管控镀铜及油墨厚度，OSP膜厚生产时调整参

数集中生产，成型公差部分生产时使用直径较小的1.3mm铣刀并粗捞+精修来满足CPK要求

管控，然后根据生产反馈信息及时调整优化资料及流程,从而顺利完成传感控制Touch板印

制电路板产品批量生产；通过竖直升降的方式让电路板件进入烘烤箱内，可保证电路板件

的水平面上均匀开始升温烘烤，从而提高电路板成品质量。

附图说明

[0033] 图1为本发明提出的工艺流程示意图；

[0034] 图2为本发明提出的烘烤入料设备结构示意图；

[0035] 图3为本发明提出的剖视结构示意图；

[0036] 图4为本发明提出的平面剖视结构示意图；

[0037] 图5为本发明提出的放置网板结构示意图；

[0038] 图6为本发明提出的推动件结构示意图；

[0039] 图7为本发明提出的抓取机构结构示意图；

[0040] 图8为本发明提出的抵触件结构示意图。

[0041] 图中：1固定架、2进板输送座、3烘烤箱、301加热件、4输送座、5花篮、6限位框、7水

平移动机构、8第一抓取机构、9升降机构、10第二抓取机构、11移动导轨、12回风管、13隔板、

14连接框、15支撑座、16放置网板、1601空腔、1602滚珠、1603凹槽、17推动机构、18推动件、

1801接触部、1802限位部、1803接触槽、19定位板、1901夹持件、1902抵触件、1903穿槽。
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具体实施方式

[0042]   下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完

整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0043] 实施例1

[0044] 参照图1，一种传感控制Touch技术印制电路板的制备方法，包括以下步骤：

[0045] S1：对基板进行预处理，依次进行烘烤、开料、电脑钻孔、除胶渣和进行PTH处理，其

中PTH处理主要处理通孔直插式元件，并将钻孔数据以及PTH处理数据进行备份上传云端；

[0046] S2：对基板进行加工处理，依次进行整板电镀、烘烤、干膜线路、图形电镀、退膜蚀

刻、AOI测试、防焊、压烤和CNC成型处理，将前一个工序设备的加工以及测试后的成品参数

备份上传云端，经过云端大数据分析处理后反馈至后续设备，以自动调整后续设备的参数，

从而在对各个电路板加工过程中，通过数据测试即处理反馈，根据生产反馈信息及时调整

优化资料及流程,从而顺利完成传感控制Touch板印制电路板单个生产，以提高每个电路板

印制加工的成品质量；

[0047] S3：对成品板件进行处理，依次进行成品清洗、成品测试、成品检验、OSP厚度检测、

FQC/FQA处理和包装入库，将对成品检测的数据备份上传至云端进行处理分析，而修改整体

加工流程的技术参数，从而根据生产反馈信息及时调整优化资料及整体流程，从而顺利完

成传感控制Touch板印制电路板的批量生产，以提高整体批量电路板印制的加工质量。

[0048] 本发明中，所述板厚管控公差为±0.05mm、板弯板翘管控≤0.5%、防焊塞孔品质及

油墨凸起要求≤8μm、膜厚管控0.26‑0.3μm、成型公差±0.1mm，管控CPK≥1.33。

[0049] 本发明中，所述电脑钻孔中：不同网络孔到孔距离≥0.5mm，钻咀孔径≥0.3mm，优

选地最小钻咀孔径为0.3mm，打管位钉边位置设置为短边，最小过孔焊环≥4.0mil，TG≥

150，量测AB/AC值，量测5片；

[0050] 所述除胶渣和进行PTH处理均使用宇宙线进行，PTH处理中：纵横比为4.33∶1，背光

等级(≥x级)设置为 ≥9级，孔壁粗糙度(μm)设置为≤25μm。

[0051] 本发明中，所述整板电镀中：夹板边为短边，板电孔铜厚度(μm)设置成平均孔铜要

求≤25μm时，板电孔铜≥8μm；

[0052] 干膜线路中：C/S最小线宽/最小线隙(mm)设置为0.132/0.072mm，A板参考干膜尺

寸(mm)设置成22.75mm，S/S最小线宽/最小线隙(mm)设置成0.14mm，使用宇宙线生产；

[0053] 图形电镀中：A板的电镀面积C/S(%)设置成62%，A板的电镀面积S/S(%)设置为62%，

孔铜厚度(单点)为20μm，孔铜厚度(平均)为25μm，镀锡厚要求(μm)设置为底铜≤Hoz时锡厚

≥3μm，成品表面铜厚(μm)为 μm，面铜均匀性≤7.6μm；

[0054] 退膜蚀刻中：C/S原稿线宽/线隙(mm)为0.102/0.102mm，S/S原稿线宽/线隙(mm)为

0.102mm，成品线宽公差为±15%，C/S成品最小线宽/线隙(mm)为0.087/0.087mm，S/S成品最

小线宽/线隙(mm)为0.087mm，使用宇宙线生产，蚀刻后光学点为1.029/1.013±0.03mm；

[0055] AOI测试中：不允许补线，禁止修补；

[0056] 防焊中：曝光油为双面，阻焊颜色为绿色，油墨厚度要求为20‑40，塞孔深度要求为

≥70%，塞孔面向为从GBS面塞孔，塞孔品质要求为不接受透光，工艺要求为前处理使用金刚

砂，不可磨刷，前处理后量测AB/AC值5片，塞孔油墨凸起≤8μm，过孔采取铝片塞油为过孔采
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取专用塞孔油+铝片（塞孔需饱满，禁止连塞带印），周期加于为GTS面（YYWW），油墨型号为防

焊光阻  SR‑500  HG13‑A  5KG/套；

[0057] 压烤中：温度设置为150℃，时间为4个小时；

[0058] CNC成型中：外型公差(mm)为±0 .1mm，成型前量测AB/AC值，防止表面擦花，单只

长/宽/板厚规格管控CPK≥1.33。

[0059] 本发明中，所述成品检验中：成品板厚及公差(mm)为1.5±0.15mm，板翘曲度(%)设

置为≤0.5%，防止表面擦花，板厚均匀性≤0.05mm，单只长/宽/板厚规格管控CPK≥1.33，光

学点为1.016/1.0±0.05mm；

[0060] FQC/FQA中：检验标准为IPC‑A‑600  IPC‑6012  class  2，离子污染度设置为氯化物

含量≤0.75μg/c㎡，提供OSP测试报告，单只长/宽/板厚规格管控CPK≥1.33；

[0061] 包装入库中：采用真空包装，出货包装上下加甘蔗板。

[0062]   本发明中，烘烤中：温度设置为145℃‑155℃，优选地设置为150℃，烘烤时间4小

时，烘烤工艺中采用一种用于电路板烘烤的进料设备，电路板件竖直下降至烘烤设备的入

口处再随着烘烤设备内的输送机构水平移动进行烘烤作业，通过竖直升降的方式让电路板

件进入烘烤箱内，可保证电路板件的水平面上均匀开始升温烘烤，而避免水平进入导致单

侧快速升温而导致电路板件发生过热弯曲，避免影响成品电路板的平整度，从而通过竖直

升降进料的方式提高实际对电路板加工的成品质量。

[0063] 实施例2

[0064] 实施例2包括实施例1的所有结构和方法，参照图2‑3，一种传感控制Touch技术印

制电路板的制备方法，还包括有，用于电路板烘烤的进料设备包括有固定架1，固定架1的顶

部设置有水平移动机构7，且水平移动机构7的底部连接有第一抓取机构8，固定架1的底部

中间位置设置有升降机构9，且升降机构9的顶端连接有第二抓取机构10，固定架1的底部设

置有移动导轨11，固定架1的一侧顶部设置有进板输送座2，固定架1远离进板输送座2的一

侧底部设置有连通的烘烤箱3，且烘烤箱3内设置有加热件301和输送座4，固定架1内设置有

花篮5，且花篮5内设置有竖直方向等距离分布的放置网板16，固定架1远离烘烤箱3的一侧

设置有推动机构17，且推动机构17连接有伸入至固定架1内的推动件18；

[0065] 参照图4，水平移动机构7将花篮5送至中间位置并间隔降下花篮5，进板输送座2间

隔将电路板件送至各个放置网板16上，花篮5降至下方时进入固定架1底部与烘烤箱3连通

的腔室以进行预热处理，并交由升降机构9进行花篮5的间隔降下，水平移动机构7和第一抓

取机构8进行下一个花篮5的取用，底部位置的花篮5逐渐降下而对内部的板件进行升温烘

烤，并利用推动机构17将板件送至烘烤箱3内的输送座4上，降低底部的花篮5通过移动导轨

11送出，通过竖直升降的方式实现进料对电路板件进行预热避免单侧过热而产生弯曲，然

后再将电路板件送至烘烤箱3内进行烘烤作业，并利用水平移动机构7、升降机构9和移动导

轨11以及抓取机构完成水平和竖直方向转变的连续作业，从而保证实际的加工效率。

[0066]   参照图3‑4，本发明中，固定架1内壁的底部固定有限位框6，且限位框6的两端和

两侧均开设有穿透设置的连接槽，限位框6的内壁与花篮5的外壁滑动连接，以避免烘烤箱3

内的热量过度流失，以保证电路板件降至底部后的预热效果，固定架1内壁位于限位框6的

上方固定有隔板13，且隔板13底部与限位框6之前固定有连接框14，隔板13位于进板输送座

2的下方位置，以增加固定架1内底部和顶部之间的分隔效果，避免底部热量多度流失，固定
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架1两侧内壁之间位于升降机构9的两端位置均固定有水平放置的支撑座15，且支撑座15与

进板输送座2的高度相对应。

[0067] 实施例3

[0068] 实施例3包括实施例2的所有结构和方法，参照图2‑8，一种传感控制Touch技术印

制电路板的制备方法，还包括有，固定架1远离烘烤箱3的一侧连接有回风管12，且回风管12

位于限位框6的顶部位置，回风管12向外抽风，放置网板16采用双层结构，且放置网板16的

中间位置设置有两端和两侧均开口的空腔1601，放置网板16的顶部和底部内壁均开设有多

个对应设置的安装槽，竖直方向上相邻两个安装槽之间滚动连接有球状结构的滚珠1602，

滚珠1602外壁与空腔1601对应的位置开设有多个凹槽1603，在实际进料的过程中，通过回

风管12使限位框6位置的热量自下而上引导扩散，从而使限位框6位置的热量均匀分散，以

提高对处于底部电路板件的均匀预热效果，且配合放置网板16的中空设计以及多个转动的

滚珠1602和凹槽1603，以增加放置网板16周围的气体流动，从而进一步提高实际对电路板

件的预热速率和预热的均匀效果，从而保证电路板件加工完成后的平整度；

[0069] 参照图6，推动件18设置成板状结构，且推动件18靠近烘烤箱3的一侧底端设置成

水平尖棱状结构的接触部1801，推动件18靠近烘烤箱3的一侧顶端设置成水平尖棱状结构

的限位部1802，限位部1802与烘烤箱3之间的距离大于接触部1801与烘烤箱3之间的距离，

接触部1801和限位部1802之间设置成向内凹陷呈弧形结构的接触槽1803，实际在利用推动

件18将电路板件推动进入烘烤箱3内时，利用接触部1801将电路板件一侧顶起而通过限位

部1802使电路板件的一侧抬起在接触槽1803内，以避免电路板件与放置网板16之间摩擦力

过大而导致无法推出造成电路板件的损坏，提高实际的电路板件上料效果。

[0070]   参照图7‑8，本发明中，水平移动机构7设置有位于两侧的电动导轨，且两个电动

导轨之间连接有竖直放置的电动伸缩杆，第一抓取机构8固定于电动伸缩杆的下方位置，第

一抓取机构8和第二抓取机构10均设置有水平放置的定位板19，且定位板19与升降机构9或

电动伸缩杆连接，定位板19的两端均水平移动有夹持件1901，两个夹持件1901分别向着两

端移动，定位板19的底部固定有多个在两端之间等距离分布的抵触件1902，抵触件1902向

着两侧延伸，抵触件1902的底部开设有多个穿槽1903，穿槽1903的宽度向着远离定位板19

的一端逐渐减小，从而通过两个移动的夹持件1901从两端夹持住花篮5的两端进行抓取，而

使花篮5顶部与抵触件1902底部接触，在保证对花篮5抓取稳定的同时，保证花篮5抓取位置

的通风效果，避免影响顶部和底部电路板件的放置以及预热烘烤效果，进一步增强实际成

品电路板的质量。

[0071] 实施例4

[0072] 一种传感控制Touch技术印制电路板，采用上述的一种传感控制Touch技术印制电

路板的制备方法制作获得的电路板，其电路板精度更高。

[0073] 以上所述，仅为本发明较佳的具体实施方式，但本发明的保护范围并不局限于此，

任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内，根据本发明的技术方案及其

发明构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本发明的保护范围之内。
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